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connections; the diffusion-soldering alloys for producing the soldered 
connections have different melt temperatures. 
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I — » Internationale Recherchenbericht nur auf die AnsprQche, fQr die GebOhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
AnsprQche Nr. 



4 I I Der Anmeider hat die erforderlichen zusatzlichen RecherchengebQhren nlcht rechtzeitig entrichtet. Der Internationale Recher- 
— chenbericht beschrankt sich daher auf die In den AnsprQchen zuerst erwfihnte Erfindung; diese Ist In folgenden AnsprQchen i 
faBt: 



Bemerkungen hinsichtlich eines Wlderspruchs Q Die zusatzlichen GebOhren wurden vom Anmeider unter Widerspruch gezahIL 
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Die international Recherchenbehorde hat festgestel It , dass diese 
Internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erflndungen enthalt, 
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1. AnsprQche: 1-11 

Verfahren zur mehrstufigen Herstellung von 
Diffusions lotverbindungen, das die folgenden 
Verfahrensschritte aufweist: 

- Beschichten einer ersten Seite eines Tragers mit einer 
ersten Diffusionslotlegierung und einer zweiten Seite des 
Tragers mit einer zweiten Diffusionslotlegierung. 

- Herstellen einer ersten Diffusionslotverbindung zwischen 
einer ersten Seite des Tragers mit einem ersten Substrat 
unter Verwendung einer ersten Diffusionslotlegierung und 

- anschl iessendes Herstellen einer zweiten 
Diffusionslotverbindung zwischen der gegenuberliegenden, 
zweiten Seite des Tragers und einem zweiten Substrat unter 
Verwendung einer zweiten Diffusionslotlegierung. 

Die Schmelztemperatur der zweiten Diffusionslotlegierung ist 
hoher als die der ersten Diffusionslotlegierung aber 
niedriger als die Schmelztemperatur der zuerst 
hergestellten, ersten Diffusionslotverbindung. 



2. Anspruche: 12-14 

Elektronisches Leistungsbauteil mit einem Halbleiterchip, 
der mit seiner Ruckseite auf einer Chipinsel aufgelotet ist 
und auf dessen Kontaktflachen an der Oberselte des 
Halbleiterchips Flachleiter angelotet sind; die beiden 
Lotverbindungen sind Diffusionslotverbindungen; die 
Diffusionslotlegierungen zur Herstellung der Lotverbindungen 
weisen unter schiedl iche Schmel ztemperaturen auf. 
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